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(54) 'Verf‘ahrer\i zur Leiterplattenb;esﬁ]ckung mit Bauelementen im SOT-23-Gehéuse

+

(87) D|e Erfindung betnﬁt ein Verfahren zur Bestlickung von Leiterplatten mit Bauelementen im SOT- 23 Gehause und

" - findet Anwendung bei der Herstellung von Baustufen elektronischer Geréte. Es sind Ziel und Aufgabe der Erflndun

ein einfaches und ékonomisches Verfahren zur Bestlickung von Leiterplatten mit Bauelémenten im SOT-23- Gehvause
anzugeben, das eine sichere Fixierung-dieser Bauelemente bis zum zeitgleichen Verldten der Anschlisse aller
Bauelemente mit den Kontaktbahnen der Leiterplatte nach einem bekannten maschinellen Weichidtverfahren bei
minimaler Temperaturbeanspruchung gewihrleistet und ein spateres, zerstorungsfreies Auswechsein eines .
Bauelementes im SOT-23-Gehause erméglicht.'E[findungsgeméﬁ werden die Bauelemente im SOT-23-Geh&use mit
ihrer Oberseite zur Bauelementeseite der Leiterplatte hin in Durchbriiche eingelegt, bis die Enden der Anschlisse
flach auf der Oberseite der’K'o‘ntaktb'ahnen auf der Leiterzugseite aufliegen und dann die Oberseiten der Bauelemente
im SOT-23-Geh&use mit einer wasserigen Klebstoffdispersion die Durchbruchskanten uberdeckend mit der
Bauelementeselte der Leiterplatte verklebt. Figur - .

IssNo433-6461 R -  3seien



*7.5591983*11'1;‘}%;



Hlerzu 1 Selte Ze|chnung

254 573 1

.

‘ Erfmdungsanspruche

1. Verfahren zur Le|terplattenbestuckung mit Bauelementen im SOT-23-Gehéuse, bei dem Durchbruche zur Aufnahme der
Bauelemente im SOT-23-Gehéuse in die Leiterplatte emgebracht werden, gekennzeichnet dadurch, daR die Bauelemente .

" im SOT-23-Gehéause (4) mit ihrer Oberseite zur Bauelementeseite der Leiterplatte (1) hin in die Durchbriche (3) eingelegt
werden, bis die Enden der Anschliisse (5) flach auf der Oberseite der Kontaktbahnen (2) auf der Leiterzugseite aufliegen und
die Oberseiten der Bauelemente im SOT-23-Gehéuse (4) mit einer wéRkrigen Klebstoffd|spersnon die Durchbruchkanten (7)
berdeckend mit der Bauelementeseite der Leiterplatte (1) verklebt werden.

2. Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daB die Bauelemente im SOT-23-Gehause {4) weniger tief in die
Durchbriiche (3) eingelegt werden und die schriagen Teile der Anschllsse der. Bauelemente im SOT-23- Gehause (4) an den
Kontaktbahnen (2) der Lelterp|atte (1) anliegen.

Anwendungsgebmt der Erfmdung

Die Erfmdung betrifft ein Verfahren zur Bestuckung von Leiterplatten mit Bauelementen im SOT-23-Gehéuse und findet

Anwendung bei der Herstellung von Baustufen elektronischer Geréte, be:smelswexse einer HF- Baustufe fur

- Fernsehempfanger.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen : i

. Ein bekanntes Verfahren zur Bestiickung von Leiterplatten mit Baue!ementen im SOT-23- Gehause istin der Zentschrn‘t radio

“fernsehen elektronik, H. 2, 1983, S. 109-112, beschrieben. Danach werden derartige Bauelemente auf der Leiterzugseite einer

Leiterplatte mit ihrer Unterseite fest mit der Leiterplatte verklebt und daran anschlieBend werden die Anschiisse der
Bauelemente mit einernh bekannten Weichiétverfahren mit den zugehérigen Leiterbahnen verbunden.

-Nachteilig an diesem Verfahren ist, da die Bauelemente beim Léten volistindig in das Létbad eintauchen, wodurch dieser

Vorgang zéitlich sehr eng.eingegrenzt ist und auRerdem die Leiterplatte noch zusitzlich vorgewarmt werden muf.

Ein weiteres bekanntes Verfahrenzum Bestucken von Letterplanen mit 'sogenannten Elektronikblocks wird i in der DE- 08 3107868

dargelegt.
Hierbei sind in den Leiterplatten Emsenkungen oder Durchbruche vorgesehen, in denen die Elektromkblocks mit lhren

. Seitenwanden mit der Leuterplat‘te verkiebt werden.

Da die Elektronikblocks keine Anschlusse besitzen, liegen die Nachtelle dieses Verfahrens darin, da die Kontaktbahnen- und

".Verbindungen zu deren Bondinseln nach dem Bestucken hergestellt werden, waobei die bekannten Weichiétverfahren nicht
anwendbar sind.

Ziel der Erfindung .
Das Ziel der Erfindung ist ein technologisch emfaches und 8konomisches Verfahren 2ur Bestuckung von Leiterplatten miit

~ Bauelementen im SOT-23-Gehéuse.

Darlegung des Wesens der Erfmdung

" Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Bestiickung von Lelterplatten mit Bauelementen im SOT-23-

Gehause, bei dem zur Aufnahme der Bauelemente Durchbriiche in die Leiterplatte eingebracht werden, anzugeben, das eine

“sichere Fixierung dieserBauelemente bis zum zeitgleichen Verléten der Anschliisse aller Bauelemente mit den Kontaktbahnen

der Leiterplatte nach einem bekannten maschinellen Weichiotverfahren bei minimaler Temperaturbeanspruchung gewahrlelstet ‘

~ und ein spéateres, zuerstdrungsireies Auswechseln eines Bauelementes im SOT-23-Gehéuse erméglicht.

ErfindungsgemaB wird dies dadurch erreicht, daR die. Bauelemente im SOT-23-Gehause mit ihrer Oberseite ur -

. Bauelementeseite der Leiterplatte hin in die Durchbriiche eingelegt werden, bis die Enden der Anschliisse flach auf der Oberseite

der Kontaktbahnen auf der Leiterzugseite aufliegen und die Oberseiten der Bauelemente im SOT-23-Gehause mit einer walrigen
Klebstoffdispersion die Durchbruchkanten (iberdeckend mit der Bauelementeseite der Leiterplatte verklebt werden.

- Die Verklebung dient dabei ausschlieRlich dem Zweck, das Herausfallen eines Bauelementes im SOT-23-Gehause aus dem

\

" “Durchbruch vor dem und wiahrend des Létvorganges zu verhindern. Durch d|e Art des verwendeten Klebstoffes ergibt die

Verklebung keine stabile Verbindung zwischen Bauelement und Leiterplatte, so daR i im Reparaturfali ein einfaches und
zerstdrungsfreies Entfernen des Bauelementes aus dem Durchbruch méglich ist. ‘

In Weiterbildung des erfinduhgsgemé!&en Verfahrens ist vorgesehen, dal3 die Bauelemente im SOT-23-Gehause weniger tief in
die Durchbriiche eingelegt werden und die schragen Teile der Anschiiisse der Bauelemente im SOT-23 Gehause an‘den
Kontaktbahnen der Leiterplatter’ anliegen.

"Durch das Anliegen der Bauelementeanschliisse an den Kontaktbahnen ist gewahrlelstet daf beim Létvorgang eine

einwandfreie elektnsche Verbmdung hergestellt wird.

¢

'Ausfuhrungsbelsplel

Die Erfindung soll nachfolgend an einem Ausfuhrungsbelsplel néher erlautert werden.

In der zugehdrigen Zeichnung zengt :

Fig.1: denQuerschnitt einer mit einem SOT 23-Transistor erfindungsgeman bestiickten Lelterplatte

Figur 1 zeigt die Leiterplatte 1 mit den Kontaktbahnen: 2 tnd dem Durchbruch 3. Im Durchbruch 3 befindet sich das Gehéuse 4
eines SOT- -23-Transistors, dessen AnschiuBenden 5 flach auf der Oberseite der Kontaktbahnen 2 aufliegen.

. Der Film 6 eines wéfrigen Dispersionskiebstoffes verbindet die Oberseite des Transistorgehduses 4 iber die Durchbruchkanten

7 hinweg mit der Bestiickungsseite der Leiterplatte 1. Bis zur elektrisch sicheren Kontaktierung der AnschluBenden 5 mitden -

. Kontaktbahnen 2 bewirkt der Klebstoffilm 6 die sichere Fixierung des SOT-23-Transistors in der Leiterplatte 1.
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